
证券代码：688167                                 证券简称：炬光科技 

西安炬光科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2026-006 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研         □分析师会议 

□媒体采访             □业绩说明会 

□新闻发布会           □路演活动 

□现场参观             □电话会议 

 其他（投资者现场调研） 

参与单位名称及

人员姓名 
8 月参加公司现场调研的投资者（见附件） 

会议时间 2026 年 8 月 13 日-8 月 31 日 

会议地点 西安炬光科技股份有限公司 

上市公司接待人

员姓名 
董事、董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 

投资者关系活动

主要内容介绍 

问：公司目前在光子产业链中的业务定位是什么？ 

答：公司聚焦光子技术及其应用，业务覆盖激光光源与材料、光学

元器件、光子应用模块、模组和子系统，以及全球光子工艺和制造服务

等环节，形成从材料、器件到应用和制造服务的技术与产业协同体系。 

从产业链环节看，激光光源及相关材料主要解决“产生光子”以及

光源封装与热管理问题，光学元器件主要解决光子的传输、准直、耦合、

整形和调控，光子应用模块、模组及子系统则面向具体应用场景提供光

子解决方案。同时，公司依托全球化的光子工艺和制造能力，为客户提

供相关工艺、装备、组装及制造服务。 

目前，公司产品及技术主要服务于光通信、消费电子、泛半导体制

程、工业、医疗健康、汽车等应用领域。 

 



问：公司提出“炬光科技 2.0”战略转型，未来业务结构将如何调

整？ 

答：公司自 2024 年开启业务战略转型，并在 2025 年、2026 年持

续深入落实，推动成熟业务与新兴业务双轮驱动。成熟业务方面，公司

坚持有所为、有所不为，保留具备技术壁垒、合理盈利能力和稳定现金

流贡献的业务，逐步降低亏损、低毛利或发展前景有限业务的投入；新

兴业务方面，公司将战略重心进一步向光通信、消费电子和泛半导体制

程等高增长潜力领域倾斜，利用成熟业务的利润和现金流为新兴业务

发展提供支持。其中，光通信和消费电子是公司 2025—2030 年战略规

划中的核心增长支柱，光通信业务受 AI 算力及高速光互联需求推动，

目前正逐步由客户验证向订单增长和规模制造阶段转换；消费电子业

务仍处于客户导入和项目培育阶段，发展周期相对较长，但长期市场空

间较大；泛半导体制程业务依托较高的技术门槛和较强的盈利能力，保

持稳健发展。 

总体而言，公司希望通过成熟业务提供利润和现金流支撑，以光通

信和消费电子驱动增长，同时发挥泛半导体制程等高附加值业务的价

值贡献，逐步实现业务结构和盈利能力的持续优化。 

 

问：公司光通信业务目前处于什么发展阶段？主要细分市场有哪

些？ 

答：2026 年上半年，公司光通信应用市场实现收入 6,688 万元，同

比增长 215%，目前，公司光通信业务正由前期客户验证逐步向订单增

长和规模制造阶段转换。 

公司主要聚焦三类细分市场：一是用于可插拔光模块的标准微透

镜及衬底材料，具有标准化、批量出货、迭代快和成本敏感等特点；二

是用于 OCS、电信等领域的定制微透镜，需求受 AI 及 ML 数据中心建

设推动，产品高度依赖制化方案与协同设计；三是面向 NPO/CPO 的专

属产品，包括微棱镜透镜阵列、V 型槽阵列、耦合透镜、衬底材料以及



组装、封装和测试相关设备与服务，该类产品进入壁垒较高，需要与客

户技术路线图进行早期协同开发。 

 

问：公司用于可插拔光模块的主要产品有哪些？ 

答：公司面向传统自由空间 CWDM 光模块及硅光模块提供光纤耦

合微透镜、单透镜和透镜阵列等产品，用于激光器到光纤、激光器到光

子集成芯片以及光子集成芯片到光纤的耦合。相关产品可采用硅、玻

璃、熔融石英等材料，可适配 TRX、LRO、LPO 等不同类型光模块及

100G、400G、800G、1.6T、3.2T 等不同速率架构。公司同时提供用于

硅光模块 CW 激光器的氮化铝衬底材料，以满足高效散热、高可靠互

连和高密度集成需求。 

 

问：公司在 NPO/CPO 领域进行了哪些产品布局？ 

答：公司围绕 NPO/CPO 关键环节形成了较为完整的产品布局：包

含用于超高功率外置激光器（UHP ELSFP）的耦合透镜和衬底材料，用

于高通道密度光纤阵列单元（FAU）的 V 型槽阵列 (V-Groove Array)，

以及适配高岸线密度光子集成电路（PIC）的光引擎微棱镜透镜阵列

（Micro Prism Lens Array, MPLA）。依托定制化光子器件设计与精密制

造能力，炬光科技的定制化解决方案可实现外置激光器光源芯片与光

纤之间的高效耦合、PIC 与 FAU 之间的高精度耦合，并通过高通道密

度 V 型槽阵列保障 FAU 组件的高效率光连接。同时，可根据客户需求

提供光学组装、封装、测试及相关高端装备和服务。 

 

问：公司高通道 V 型槽阵列的主要技术优势是什么？ 

答：V 型槽阵列主要用于高通道密度光纤阵列的精准定位与固定，

是光互联系统中实现多通道高精度光纤耦合的重要基础器件。公司采

用自主知识产权的晶圆级同步结构化制造工艺，可在晶圆上同步构建

全部通道和面型特征，避免传统顺序切割产生的累积公差。从首根到末

根光纤的累积节距误差可控制在±0.5 微米以内，并可支持 36、40、96



及更多通道。该工艺还可灵活设计凹面或凸面定位结构，并组合不同形

状、角度、顶点位置和材料，以满足主动或被动定位及特殊组装需求。

该技术平台已通过长期批量制造验证，并依托自研装备支持后续产能

扩展，满足 AI 光互连规模化需求。 

 

问：公司如何看待 1060nm VCSEL 及 AI Scale-Up 光互连中的应

用机会？ 

答：随着 AI 集群内部短距离光链路数量快速增长，市场对低成本、

高密度和可规模化制造的光互连方案提出更高要求。1060nm VCSEL 具

有较好的光纤传输性能和信号完整性，并可支持更高速率、更多通道的

演进方向，可应用于服务器内部、机架内部、相邻机架之间以及有源光

缆等短距离互连场景。公司 Polymer-on-Glass (PoG)微透镜阵列可通过

晶圆级工艺在玻璃基底上形成高精度聚合物微光学结构，或直接在

VCSEL 晶圆上进行压印，实现 VCSEL 阵列与光纤阵列的高效耦合，

有助于降低单通道成本、提高生产效率和制造良率，并支持高密度阵列

集成。 

 

问：公司消费电子业务的主要技术平台和产品方向有哪些？ 

答：公司消费电子业务以晶圆级光学元器件与模组、光学模组封装

服务及半导体行业压印制造服务为主要技术平台，持续推进客户项目

由研发验证向量产导入。产品方向包括 diffuser 、晶圆级光学镜头与堆

叠、微型相机、环境光传感器模组、点阵投射模组、ToF 传感器模组等，

可用于智能眼镜、智能手机、智能家居设备以及其他智能感知终端。公

司将发挥在晶圆级微纳光学、晶圆级堆叠和模组封装方面的技术与制

造能力，并与公司全球研发、工程化和客户资源协同，持续拓展新客户

和新项目。2026 年上半年，公司消费电子应用市场实现收入 2,891 万

元，同比增长 65%。 

 

问：公司泛半导体制程业务目前重点布局哪些方向？ 



答：公司泛半导体制程业务主要覆盖半导体集成电路、先进封装以

及 Mini/Micro LED、平板显示等应用领域。 

在集成电路领域，公司重点布局逻辑芯片晶圆退火、DRAM 存储

芯片晶圆退火等产品；在先进封装领域，公司布局 2.5D/3D 先进封装激

光辅助键合光源系统；在新型显示领域，公司布局 Mini/Micro LED 激

光巨量转移和巨量焊接、面板显示激光剥离以及相关光学组件等产品。 

公司依托高功率半导体激光器、光束整形、光场匀化、热管理以及

系统集成等技术能力，为客户提供关键光源、光学系统及应用子系统。

2026 年上半年，公司泛半导体制程应用实现收入 11,091 万元，同比增

长 18%，第二季度环比增长 43%。从业务发展来看，泛半导体制程属

于公司具有较高技术门槛和较强盈利能力的业务，公司将继续围绕核

心客户和优势产品推进技术升级、产品迭代和市场拓展，保持稳健发

展。 

 

问：公司的全球研发、工程化和规模制造体系如何分工协同？ 

答：公司正在形成欧洲与国内合作研发、国内与新加坡协同工程

化、国内为主并以东南亚为补充的规模制造体系。瑞士重点布局光刻-

反应离子蚀刻技术，德国重点布局晶圆级同步结构化技术，新加坡重点

布局晶圆级压印技术；西安重点布局激光光源和光学组装，合肥布局光

源应用解决方案，东莞布局镀膜、切割和精密模压，韶关布局光刻-反

应离子蚀刻、晶圆级压印及预制金锡衬底材料的规模制造，马来西亚作

为补充量产基地。公司通过全球基地之间的研发、工程化和制造协同，

提升技术转化速度、制造成本竞争力、供应链韧性和本地化客户响应能

力。 

 

问：公司如何看待 CPO 的商业化节奏？ 

答：公司看好 CPO 在更高带宽、更高集成度和更低功耗方向的长

期发展价值，同时认为应理性看待其商业化节奏。目前 CPO 在光耦合、

封装及系统架构等方面仍存在多种技术路线，行业尚未形成统一标准，



不同技术方案仍处于并行发展阶段。未来不同方案的产业化进度将受

到客户产品架构、技术成熟度、成本、可靠性以及实际应用需求等多方

面因素影响。公司将围绕 CPO 产业链中的多个关键环节进行布局，随

着客户技术路线逐步明确，公司将继续通过前期 design-in、联合研发和

技术协同等方式参与客户产品开发，并依托自身在微纳光学、材料及光

子制造方面的技术积累，积极把握 CPO 及其他高速光互联技术路线的

发展机会。 

 

附件清单（如有） 参与单位名称及人员姓名 

日期 2026 年 8 月 13 日-8 月 31 日 



参与单位名称及人员姓名: 

序号 参会人 机构名称 

1 白舟 久期投资 

2 曹湫晗 陕西财金投资 

3 柴鹏飞 东方证券 

4 陈福栋 平安证券 

5 陈庆平 康曼德 

6 陈苏 长城财富  

7 陈泰诚 寰宸基金 

8 陈铁林 华福证券 

9 陈彤 西部证券 

10 陈向阳 个人投资者 

11 陈真洋 盘京投资 

12 程乙峰 西部证券 

13 崔旭祥 纬稳科技 

14 董季周 泰信基金 

15 范国华 银华基金 

16 冯瑞 国海证券 

17 冯宇 开源证券 

18 郭仕源 个人投资者 

19 何理 华源证券 

20 侯智中 长盛基金 

21 胡宇舟 平安资管 

22 黄睿东 泰信基金 

23 黄王虎 方正证券 

24 黄雪雨 国投瑞银 

25 黄奕凯 陕西财金投资 

26 贾鹏 太平资产 

27 金晶 方正证券 

28 靳慈伟 征金资本 

29 雷凯  新华资产 

30 李凡 姚泾河基金 

31 李璟菲 广发证券 

32 李静远 国联民生证券 

33 李涛 嘉实基金 

34 林柏韬 兴全基金 

35 刘芳 华福证券 

36 刘宏达 姚泾河基金 

37 刘亚纬 太平资产 

38 刘云坤 南土资产 

39 任之远 方正证券 

40 邵军 太平资产 

41 宿一赫 信达证券 

42 孙琳 平安资管 



序号 参会人 机构名称 

43 唐依澜 西部证券 

44 汪颢  银河证券 

45 王逢节 华创证券 

46 王思宬 银河证券 

47 王钰翔 广发证券 

48 吴亚平 福泽源基金 

49 肖凯 国泰君安资管 

50 徐浩 钰泰基金  

51 杨杰 北京鼎鬲资本 

52 于洋 中信证券 

53 余芳沁 天风证券 

54 袁妲 国联民生证券 

55 袁飞林 银河证券 

56 詹浏洋 国信证券 

57 张英娟 太平资产 

58 章合坤 富国基金 

59 赵中兴 银河证券 

60 郑爱刚 民生加银 

61 周倪 中信证券 

62 周小钢 姚泾河基金 

63 周盺哲 广发证券 

64 周垚煜 姚泾河基金 

65 朱卓雅 方正证券 

 


